MATERIALIEN

Geringer Platzbedarf - hohe
Verformung

Form-in-Place-Technik im Vergleich zu herkommlichen vorgeformten Dichtungen fur
Abschirm- und Dichtungslosungen

Soll eine hochwertige und
kostenglinstige Abdichtung und
EMI-Abschirmung zum Einsatz
kommen, wahlen immer mehr
Elektronikhersteller FIP-Dichtun-
gen (Form-in-Place) anstelle her-
kdmmlicher vorgeformter Kompo-
nenten. Ein umfangreiches Ange-
bot an Materialien steht heute zur
Verfligung und bietet Entwicklern
mehr Auswahl hinsichtlich der
Materialeigenschaften und Lei-
stungsfahigkeit. Damit lassen sich
unterschiedlichste Applikationsan-
forderungen erfiillen. FIP-Dich-
tungen kdnnen zudem in platz-
beschrénkten Bereichen einge-
setzt werden, die nur begrenzte
Befestigungsmaglichkeiten bieten.

Geringer Platzbedarf

Der geringe Platzbedarf die-
ser dispensierten Dichtungen
und ihre hohe Verformungsfa-
higkeit erlauben den Einsatz an
Orten, an denen herkémmliche
Dichtungen in Fugen nicht mog-
lich sind. Um die Zuverlassig-
keit und EMV-Konformitat neue-
ster Elektronik zu gewahrleisten
(vor allem bei HF-Komponenten),
bendtigen Entwickler eine Abdich-
tung gegentiber den Umgebungs-
bedingungen sowie eine elektro-
magnetische Abschirmung. Von
Mobiltelefonen bis hin zu hoch-
leistungsfahigen industriellen,
militarischen und medizintechni-
schen Einrichtungen muss alles
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Inline-Dispenser sorgen fiir hohe Genauigkeit, Effizienz und
Zuverléssigkeit

geschitzt werden. Abdichtungen
oder Abschirmdichtungen sind
erforderlich, wenn verschiedene
Teile des Gehauses aufeinander-
treffen. Bei einem beschrankten
Platzangebot sollten daher FIP
Dichtungen berticksichtigt werden.

Der Hauptvorteil ist, dass die
Hersteller auf die Lieferzeiten her-
kdmmlicher vorgeformter Dichtun-
gen verzichten kdnnen, da FIP-
Dichtungen zum Zeitpunkt der Fer-
tigung erstellt werden — meist mit
einem standardgemalen, soft-
waregesteuerten Inline-Dispen-
ser. Damit eriibrigen sich teure,
mafRgeschneiderte Werkzeuge
oder Arbeitsaufwand, um die Dich-
tung vor der Endmontage manu-

ell einzupassen. Geringere Mate-
rialkosten und hohere Flexibilitat
bei kleineren Designanderungen
sowie ein schnelleres Prototyping
sind weitere Vorteile beim Einsatz
von FIP-Dichtungen. Ist jedoch
die Dichtung oder das Gehause
beschadigt, muss ein vollstan-
diger Ersatz erfolgen. Bei her-
kémmlichen Dichtungslosungen
muss nur die Abdichtung ausge-
tauscht werden. In Anwendungen,
in denen das Gehause regelma-
Rig geoffnet wird, sind FIP-Dich-
tungen daher weniger empfeh-
lenswert.

Schatzungen weisen bis zu
60% geringere Anschaffungs-
und Betriebskosten aus, wenn

eine FIP-Dichtung anstelle einer
kundenspezifischen vorgeform-
ten Dichtung zum Einsatz kommt.
Auch die Logistik vereinfacht sich,
da keine Unmengen an SKUs
(Stock-Keeping Units) fiir ein-
zelne Dichtungen mehr vorge-
halten werden missen. Es muss
auch keine Lieferung der richtigen
Menge und Art von Dichtung fiir
die Fertigungslinie mehr orga-
nisiert werden. Allerdings muss
in Dispenser-Anlagen investiert
werden oder die Gehause wer-
den dber Drittanbieter geliefert,
bei denen der Dispensiervorgang
durchgefiihrt wird. Bei herkémmli-
chen Dichtungen sind diese MaRk-
nahmen nicht erforderlich.

Hochleistungsfahige
Elastomere

Die hochleistungsfahigen Ela-
stomere, auf denen neueste FIP-
Dichtungen basieren, sind fiir eine
prazise und kontrollierte Dosie-
rung ausgelegt und sorgen fiir die
erforderlichen Abschirm-/Abdich-
tungseigenschaften. Diese Ela-
stomere bieten eine hohe Scher-
festigkeit auf zahlreichen Gehéu-
sesubstraten, einschlieRlich Edel-
stahl, Gusslegierungen und metal-
lisiertem Kunststoff.

Die Materialien lassen sich
genau dosieren, sodass eine
Querschnittshéhen-Toleranz von
0,1 mm und eine Positionsgenau-
igkeit von 0,05 mm maglich ist —
sofern eine ordnungsgeméafe und
optimierte Dispensierung erfolgt.
Ein weiterer Vorteil ist, dass kleine
Querschnitte und ein Aufbringen
auf komplexen Geometrien mog-
lich sind. Dichtungen kdnnen mit
nur 0,76 mm Dicke auf Gehause-
wande oder Flansche aufge-
bracht werden — ohne mechani-
sche Haltemerkmale wie Fugen
oder Kraftschluss. Dies kann
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Perfekte
Verbindungen
ergeben sich,

wenn Gehéduse mit
mehreren Kammern
abgedichtet werden

wertvollen Platz auf der Leiter-
platte einsparen, womit Entwick-
ler die BaugroRe ihres Produkts
verringern konnen. Eine Vielzahl
von Materialien steht zur Verf-
gung. Materialien mit geringer
Verformung eignen sich ideal fiir
Gehéause mit geringer Steifigkeit.

Verlasst man sich bei der
Abschirmung jedoch einzig und
allein auf die Dichtung, kann nicht
immer das optimale Ergebnis
erzielt werden. Dann ist ausrei-
chend Metall-zu-Metall-Kontakt
zwischen dem Gehéuse erfor-
derlich — genauso wie in Designs
mit Fugen und herkémmlichen
Dichtungen.

Moderne Prozesse erzeugen/
dispensieren Dichtungen mit mini-
malen Zipfeln und sauberen Wul-
stenden. Fast jeder Dichtungs-Dis-
pensierverlauf (Strahl) ist mdglich,
auch auf schragen oder unebenen
Oberflachen: der Dispenser ver-
flgt Gber drei Achsen. In Anwen-
dungen mit Gehausen, die meh-
rere Kammern aufweisen, kann
eine Abschirmung auf der T-Ver-
bindung zwischen den Kammer-
teilen und dem AuRenrand ange-
bracht werden. Damit bleibt die
hohe EMI-Abschirmung erhal-
ten. Dieser Ansatz gleicht dem,
wie er durch kundenspezifisch
geformte Dichtungen moglich ist.

Chomerics’ CHO-FORM-Serie
leitfahiger Form-in-Place-Elasto-
mere ist in Zusammensetzungen
erhaltlich, die bei Raumtempera-
tur oder bei erhdhter Temperatur
ausharten. Sie kommen immer
haufiger zum Einsatz, wenn
eine Abdichtung gegen Umge-
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bungseinfliisse sowie eine EMI-
Abschirmung in platzbeschrank-
ten Anwendungen erforderlich
ist. Gerade wenn das Platzan-
gebot beschrankt ist, sind FIP-
Dichtungen gegeniiber geform-
ten oder extrudierten Losungen
zu bevorzugen, da diese mehr
Platz einnehmen.

Abschirmung von mehr
als 70 dB

Fir Entwickler, die eine Abschir-
mung von mehr als 70 dB beno-
tigen, stehen Materialien mit Sil-
ber-Kupfer-Fillpartikeln als erste
Wahl zur Verfligung. Auch kosten-
glinstigere Nickel-Graphit-Fil-
ler werden angeboten, die eine
EMI-Abschirmung von mehr als
65 dB garantieren. Materialien mit
Nickel-Aluminium-Filler sorgen fir
eine geringere galvanische Kor-
rosion, wenn sie mit chromatier-
tem Aluminium verbunden werden.
Sie eignen sich damit fiir zahl-
reiche AuBenanwendungen. Fir

hochleistungsfahige Anwendun-
gen eignen sich Materialien wie
Chomerics' CHOFORM 5560. Sie
bieten eine hohe Widerstandsfe-
stigkeit gegen Korrosion und eig-
nen sich sogar fir Umgebungen,
in denen Salznebel oder Salz-
spriihanlagen vorhanden sind.
Ein fortschrittlicher Nickel-Alu-
minium-Filler sorgt hier fiir eine
EMI-Abschirmung von mehr als
90 dB. Die Langlebigkeit und
Leistungsfahigkeit dieser Dich-
tungen lasst sich durch Zugabe
einer nicht-leitfahigen ParPHorm-
Dichtung aulerhalb der leitfahigen
Dichtung weiter erhéhen, wenn
zusatzlicher Schutz erforderlich
und gentigend Platz vorhanden
ist. Das gleiche Ergebnis lasst
sich mit herkémmlichen Dichtun-
gen oder Coextrusionen erzielen
— sie nehmen aber mehr Platz ein.

Fir Projekte, die nur eine ein-
fache Abdichtung bendétigen, ste-
hen nichtleitende Produkte wie
Chomerics’ ParPHorm zur Ver-

figung. Diese Materialien bieten
hohe Bestandigkeit gegenliber
Flussigkeiten, eine hohe Sub-
strathaftung, geringe Harte und
ausgezeichnete Verformungs-
eigenschaften.

Leitfaden

Die Wahl des besten Materials
fir die jeweilige Anwendung und
die korrekte Programmierung des
Dispensers sind entscheidend, um
einen kontrollierten, reproduzier-
baren Prozess fir das Aufbrin-
gen und Formen der Dichtung
zu garantieren. Chomerics hat
einen Leitfaden fiir seine CHO-
FORM- und ParPHorm-Produkte
verdffentlicht, der zusammen mit
der Hilfe bei der Materialauswahl
eine nitzliche Designanleitung
bietet. Darin werden das optimale
Gehausedesign, das Dichtungs-
strahlprofil und der optimale Pro-
zess zum Aufbringen des Materi-
als beschrieben.

Form-in-Place-Dichtungen
sind zunehmend die erste Wahl
in Anwendungen mit beschrank-
tem Platzangebot, die eine EMI-
Abschirmung und Abdichtung
gegen Umgebungseinfliisse erfor-
dern. Wenn auch die Stiickkosten
geringer ausfallen sollen, eine ein-
fachere Logistik und eine durch-
gehend automatisierte Fertigung
erfolgen soll, sind FIP-Dichtungen
eindeutig die erste Wahl.
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Umfassende
Hilfe steht zur
Verfiigung, um das

Aufbringen bzw. den
Dispensierprozess
fiir ein
Gehdusedesign zu
optimieren
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